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Leiterplattentechnik / Industrievertretung

NEW TECHNOLOGY OVERMAN
e

HEIBRLUFT-VERZINNUNGS-ANLAGE

Erhaltlich Typen:: 18”x18" bis zu 30”x30”
SPS gesteuerte oder elektrisch gesteuerte Ausfiihrung
Fiir Blei Zinn oder Bleifreie Anwendung.

HCL ANLAGEN / SPEZIALPRODUKTE

Polypro ¥Ien-Linien oder Anwendungen:

SpUIen}) rocknen, Vor- und Nachreinigung, Fluxgerate
Dosiereinheiten, Misch- und Puffertanks, Kundenspeziﬁsch,
Prototyp und Spezial

Anwendungen.
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, . fr die Oberflachenbehandlungs-
verfahren fir Kupfer Leiterplatten-
aufbau, ENIG, ENEPIG Linien usw.
Oberflachenbehandlungslinien fir
Forschung, Entwicklung und
manuelle Fertigung.
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New Technology Overman hat sich spezialisiert auf Design, Entwicklung, Herstellung und liefern von komplette Hot Air Solder Levellers ,
HASL Prozesslinien , galvanotechnischen Anlagenbau von Leiterplattenanlagen in Gestell- oder Korbtechnik fiir die Oberflaichenbehandlungsverfahren

in der gedruckten Leiterplatten Industrie.

www.kawa-gmbh.com kawa@kawa-gmbh.com



